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	(1) PICMG MicroTCA 規格のMTCA.4 R1.0, MTCA.4.1に準拠すること。
	(2) フロント側スロット
	① 12枚のSingle/Double Mid-size AMC (Advanced Mezzanine Card) を実装できること。
	② 2枚のSingle/Double Full-size のMCH (MicroTCA Carrier Hub) を実装できること。
	③ 4台のSingle/Double Full-size のPM (Power Module) を実装できること。
	④ 600 W PM (Power Module) を4台または1000 W PM (Power Module) を2台実装できること。

	(3) リア側スロット
	① 12枚のDouble Mid-size µRTM (Rear Transition Module) を実装できること。
	② 2枚のDouble Full-size MCH-RTM を実装できること。

	(4) クーリングユニット
	① ホットスワップ制御と冗長制御が可能なCU (Cooling Unit)を上下に各1台実装すること。
	② IPMI コントロールと手動にて4 段階ファンスピードコントロールが可能とすること。

	(5) AMCバックプレーン
	① PM (Power Module) からMCH, AMC, CUに電源接続すること。
	② MCHからAMC, PM, CUにIPMI接続すること。
	③ AMC port 0をMCH1 Fabric Aに接続すること。
	④ AMC port 1をMCH2 Fabric Aに接続すること。
	⑤ AMC port 2, 3はモジュール間のpeer-to-peer接続に使用すること。
	⑥ AMC port 4:7をMCH1 Fabric D:Gに接続すること。
	⑦ AMC port 8:11をMCH2 Fabric D:Gに接続すること。
	⑧ AMC port 12:15はモジュール間のpeer-to-peer接続に使用すること。
	⑨ AMC port 17:20は全AMCスロットにバス接続すること。
	⑩ MCH1 CLK1をAMC TCLK Aに接続すること。
	⑪ MCH1 CLK2をAMC TCLK Bに接続すること。
	⑫ MCH2 CLK1をAMC TCLK Cに接続すること。
	⑬ MCH2 CLK2をAMC TCLK Dに接続すること。
	⑭ MCH1 CLK3をAMC FCLK Aに接続すること。
	⑮ AMCバックプレーン接続の参考図を図1に示す。

	(6) 外形寸法
	① EIA規格19インチ幅とする。
	② 高さは9 Uとする。
	③ 奥行きは前面の取手、背面の突起物を除いて400 mm程度とする。
	④ 外観参考図を図2に示す。
	⑤ 重量は22kg以下であること。
	① MicroTCA.4規格Double-width Mid-sizeのAMC / RTMが12スロット搭載できるシェルフを製作すること。
	② RTM側にMicroTCA.4.1 RFバックプレーンを搭載すること。
	③ 上下にAMC / RTM 用クーリングユニットを搭載すること。
	④ PICMG MicroTCA.4 規格に準拠すること。
	⑤ フロント側、リア側の各バックプレーンを実装すること。
	⑥ フロント側スロット
	12枚のDouble Mid-size AMC(Advanced Mezzanine Cards)を実装できること。
	2枚のDouble Full-size のMCH（MicroTCA Carrier Hub）を実装できること。
	4台のDouble Full-size のPM（Power Module）を実装できること。
	ダブル幅の1000W 電源モジュールを左右に１台ずつ実装できること。

	⑦ リア側スロット
	12枚のDouble Mid-sizeのμRTM（Rear-Transition-Module）を実装できること。
	3枚のDouble Full-size のeRTM を実装できること。
	1枚のDouble Full-size のMCH-RTM-BM を実装できること。
	2台のDouble Full-size のRTM-PM（RTM-PowerModule）を実装できること。
	ダブル幅の電源モジュールを1台実装できること

	⑧ クーリングユニット
	ホットスワップ制御と冗長制御が可能なCU（Cooling Unit）を上下に各1 台実装すること。
	IPMI コントロールと手動にて4 段階ファンスピードコントロールが可能とすること。

	⑨ MicroTCA.4.1 RF backplaneを実装していること。
	⑩ 外形寸法
	幅・高さ： EIA規格9U
	奥行： 400 mm程度（前面の取手、背面の突起物を除く。）

	⑪ 重量は16kg以下であること。


